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武汉精测电子集团股份有限公司 

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）拟对

子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、武汉精能电子技

术有限公司（以下简称“武汉精能”）、武汉精毅通电子技术有限公司（以下简

称“武汉精毅通”）、苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）、昆山

精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、宏濑光电有限公司（以下简

称“宏濑光电”）向银行申请授信提供担保。 

一、担保情况概述 

为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司

拟对子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 10 亿

元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据

贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体

担保情况预计如下： 

公司名称 银行名称 最高担保额度（人民币） 担保方 

武汉精立 
招商银行 2亿 

精测电子 

交通银行 3,000万 

武汉精能 招商银行 5,000万 

武汉精毅通 招商银行 5,000万 



苏州精濑 

中信银行 1.5亿 

建设银行 5,000万 

宁波银行 5,000万 

农业银行 1亿 

昆山精讯 

中信银行 1.5亿 

宁波银行 5,000万 

建设银行 8,000万 

农业银行 3,000万 

宏濑光电 彰化银行 1,000万 苏州精濑 

上述担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，每笔担保金额

及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长确定

并执行。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。 

二、被担保人基本情况 

（一）武汉精立电子技术有限公司 

成立时间：2013 年 6 月 24 日 

注册资本：26,645 万元 

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 

法定代表人：彭骞 

主营业务：平面显示技术的研发；液晶测试系统、有机发光二极管显示器测

试系统、机电自动化设备、计算机测控系统集成、太阳能、锂电池测试系统、电

源测试系统、半导体测试设备的研发、生产、批发零售及技术服务；芯片设计；

电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的

货物及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活

动） 

股东构成：公司持有 100%股权 

与公司关系：为公司的全资子公司。 

最近一年又一期的主要财务指标： 



主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 600,070,367.59 536,273,826.78 

负债总额 198,402,978.61 140,808,341.81 

净资产 401,667,388.98 395,465,484.97 

营业收入 352,155,765.18 33,001,455.74 

净利润 99,878,449.63 -6,201,904.01 

（二）武汉精能电子技术有限公司 

成立时间：2018 年 6 月 25 日 

注册资本：5,000 万元 

住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 A 栋 12 楼 

法定代表人：彭骞 

主营业务：太阳能、锂电池、燃料电池新能源产品测试系统及工业自动化成

套设备、电源测试系统、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、维护及技术服务；

软件开发及维护；软件产品销售；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，

经相关部门审批后方可开展经营活动） 

股东构成：公司持有 60%股权，宁波科翔投资合伙企业（有限合伙）持有 25%

股权，宁波浩源投资中心（有限合伙）持有 15%股权。 

与公司关系：为公司的控股子公司。 

最近一年又一期的主要财务指标： 

主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 139,873,338.85 148,995,011.93 

负债总额 112,998,451.73 123,266,283.44 

净资产 26,874,887.12 25,728,728.49 

营业收入 20,495,750.91 509,734.51 

净利润 -15,392,339.94 -4,896,158.63 

（三）武汉精毅通电子技术有限公司 

成立时间：2018 年 7 月 5 日 



注册资本：5,000 万元 

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 3 号厂房一楼 

法定代表人：彭骞 

主营业务：面板及柔性电路板领域内精密压接产品的研发；工业设备的生产、

批发兼零售、研发、技术服务；电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、批

发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 

股东构成：公司持有 63%股权，深圳凯智通微电子技术有限公司持有 37%股

权。 

与公司关系：为公司的控股子公司。 

最近一年又一期的主要财务指标： 

主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 83,649,665.21 81,808,330.19 

负债总额 54,178,051.28 47,164,637.17 

净资产 29,471,613.93 34,643,693.02 

营业收入 57,113,962.12 24,771,982.51 

净利润 5,110,544.11 5,172,079.09 

（四）苏州精濑光电有限公司 

成立时间：2014 年 1 月 8 日 

注册资本：28,500 万元 

住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路 892 号 2 幢 

法定代表人：彭骞 

主营业务：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动

化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算

机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学

元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

股东构成：公司持有 100%股权 

与公司关系：为公司的全资子公司。 



最近一年又一期的主要财务指标： 

主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 1,013,927,807.00 954,966,054.13 

负债总额 586,417,070.50 496,604,295.28 

净资产 427,510,736.50 458,361,758.85 

营业收入 450,948,330.55 85,496,547.88 

净利润 50,594,348.64 30,817,141.64 

（五）昆山精讯电子技术有限公司 

成立时间：2010 年 3 月 18 日 

注册资本：1,600 万元人民币 

住所：江苏省昆山开发区风琴路 118 号 

法定代表人：杨慎东 

主营业务：液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统的研发、生产；

企业信息管理软件、生产线网络管理软件、办公系统软件的开发；销售自产产品。

从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，

涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

股东构成：公司持有 100%股权 

与公司关系：为公司的全资子公司。 

最近一年又一期的主要财务指标： 

主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 498,855,953.20 445,178,230.40 

负债总额 327,288,379.39 282,027,902.17 

净资产 171,567,573.81 163,150,328.23 

营业收入 317,438,190.82 12,708,319.04 

净利润 28,949,647.78 -8,430,964.15 

（六）宏濑光电有限公司 



成立时间：2013 年 12 月 18 日 

注册资本：5,000 万元新台币 

住所：新北市土城区中央路四段 51 号 7 楼之 9 

主营业务：电器及视听电子产品制造、电子零组件制造、电器批发、精密仪

器批发、电脑及事务性机器设备批发、非破坏检测、产品设计。 

股东构成：公司全资子公司苏州精濑持有 100%股权 

与公司关系：为公司的全资子公司。 

最近一年又一期的主要财务指标： 

主要财务指标 2019 年（单位：元） 2020 年 3 月 31 日（单位：元） 

资产总额 278,456,863.12 316,441,976.28 

负债总额 226,374,227.58 250,384,796.93 

净资产 52,082,635.54 66,057,179.35 

营业收入 281,722,028.51 80,867,838.44 

净利润 4,630,187.76 13,296,040.45 

三、担保协议的主要内容 

本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根

据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不

超过本次授予的担保额度。 

四、董事会意见 

公司第三届董事会第十八会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授

信提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司对子公司向银行申请授信提供担

保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、

《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营

情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公

司产生不利影响。 

上述被担保人为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。 

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司对外担保全部为合并报表范



围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处

于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会

损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上

述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有

效。 

五、累计对外担保总额及逾期担保事项 

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的

公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担

保总额为 23,297.31 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2019 年 12

月 31 日净资产的 16.08%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担

保及因被判决败诉而应承担的担保。 

六、备查文件 

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； 

2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见》。 

特此公告。 

 

武汉精测电子集团股份有限公司 

董事会 

2020年4月29日 


